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前言

　　在大力推动现代化和新型工业化的过程中，制造业起到了基础性、支柱性产业的作用。
在过去的十年里，全世界电子产品的硬件装配生产已经全面转变到以SMT为核心的第四代主流工艺。
我国东南沿海地区的电子工业高速发展，大量引进和购置了各种SMT生产线，一些美、日、新加坡等
国家已将SMT加工厂搬到了中国，仅2002年一年就引进了4000余台贴装机。
如今中国已成为世界电子制造的中心，国内自行设计的电子产品的片式化率达到60%以上，其中大
型PCB贴片、COB技术、双面回流焊、通孔回流焊、激光焊及MCM都能达到国外同类水平。
　　现在，我国已经加入WTO，所以不仅要求国家的宏观经济与国际接轨，我们培养的工程技术人才
及从业劳动者的素质和技能也必须符合行业进步的要求。
在今后的10～20年，我国劳动力市场急需大量熟悉电子产品制造的技术人员，因此必须培养一大批多
层次的、具有现代电子制造专业知识和技能的工程技术人员。
　　《实用电子SMT设计技术》自1997年出版以来，深受广大工程技术人员和读者的欢迎。
2002年，在《实用电子SMT设计技术》的基础上，出版了《现代实用电子SMT设计与制造技术》，增
加了有关制造方面的新技术。
现在，为适应世界电子制造技术的发展和国内教育及培训的形势需要，我们在《现代实用电子SMT设
计与制造技术》的基础上，收集整理了大量资料，编写了《电子表面组装技术—SMT》。
本书系统地论述了电子产品SMT的设计制造技术，全书分为4篇：基础篇（概论、元器件和工艺材料
、印制电路板、插装技术和电子整机制造工艺），设计篇（SMT总体设计和工艺设计、印制电路板设
计、SMT可制造性和可测试设计、SMT设计制造常用软件），制造篇（丝网印刷和点胶技术、贴片技
术、焊接技术、SMT检测技术、清洗和返修技术），高级篇（无铅制程、微组装技术、管理与标准化
）。
各章末均附有思考与习题。
　　本书可作为SMT专业技术人员与电子产品设计制造工程技术人员的参考书，SMT工程师教育培训
和资格证培训的教材，也可作为高等学校工科电类专业的教材。
　　本书由西南交通大学龙绪明主编，参加本书编写的有段平、许姜严、谢美俊、扬凡、张文娟、胡
勇、易思伟、姚舟波、牛晓丽、王李。
全书由四川省电子协会SMT专委会审定。
　　由于SMT/SMD发展迅速，再加上编者水平有限，书中差错和不足之处在所难免，欢迎广大读者批
评指正。
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内容概要

本书系统论述了实用电子表面组装技术，全书分为4篇：基础篇（概论、元器件和工艺材料、印制电
路板、插装技术和电子整机制造工艺），设计篇（SMT总体设计和工艺设计、印制电路板设计、SMT
可制造性和可测试设计、SMT设计制造常用软件），制造篇（丝网印刷和点胶技术、贴片技术、焊接
技术、SMT检测技术、清洗和返修技术），高级篇（无铅制程、微组装技术、管理与标准化）。
各章末均附有思考与习题。
    本书可作为SMT专业技术人员与电子产品设计制造工程技术人员的参考书、SMT工程师教育培训和
资格证培训的教材，也可作为高等学校工科电类专业的教材。
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